
Добро пожаловать в O-ведущую
Мы являемся профессиональным производителем печатных плат с более чем десятилетним
опытом. Ассортимент продукции - односторонняя, двухсторонняя, многослойная печатная плата,
гибкая печатная плата и MCPCB. Мы можем обеспечить быстрое обслуживание прототипа - S / S за
24 часа, 4-8 слоев за 48-96 рабочих часов. (Компания по производству печатных плат)

Отверстия для медных кабелей минимальные .025 AVG, .020 мин .. Отверстия не могут быть
вставлены
Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на бок,
положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону(Изготовленные на заказ
монтажные платы фарфора)

описание продукта

Место
происхождения

Guangdong Кита (материк) Имя бренда O-Leading

Базовый
материал

FR-4, алюминий, роджерс, тяжелая медь и т.
Д.

Медная
толщина

0.5oz-5oz

Минимум
Размер
отверстия

0.2mm Минимум
Ширина линии

0.2mm

Отделка
поверхности

Иммерсионное золото / олово / серебро,
OSP, свинец HASL

Минимум
Межстрочный
интервал

0.2mm

применимый к светодиод, мобильный телефон,
кондиционеры, стиральные машины

персонаж  Промышленный
контроль печатной
платы

сертификаты ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN требование клиента

взвешиватьT 0,01 кг -5 кг MOQ 10 шт
цвет синий, красный, зеленый, черный. желтый Доска Толстаяs 0.1-5mm 
Номер модели сборка печатных плат производитель

печатных плат цена $ 0.1- $ 10 

тип desigh требование клиента размер 0.01m3-10m3 

Производитель печатных плат

https://www.o-leading.com/ru/news/Why-is-humidity-the-most-destructive-to-PCB-circuits.html
https://www.o-leading.com/ru/news/Why-is-humidity-the-most-destructive-to-PCB-circuits.html
https://www.o-leading.com/ru/news/Why-is-humidity-the-most-destructive-to-PCB-circuits.html
http://www.o-leading.com/news/Why-is-humidity-the-most-destructive-to-PCB-circuits.html


Наша команда







Сертификаты







Упаковка и доставка



 Возможность процесса
Возможности производства печатных плат
Количество слоев: 1Layer-32Layer
Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций
Минимальная ширина линии / расстояние внутри: 3,0 мил / 3,0 мил
Минимальная ширина линии / расстояние между внешними: 4,0 мил / 4,0 мил
Максимальное соотношение сторон: 10: 1
Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймов): 635 * 1500 мм
Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил
Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил
BIind / Buried Vias (AII Types): ДА
Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА
Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая
основа,полиимида,
              Тяжелая медь
Поверхностные покрытия: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро lmmersion,олово lmmersion, золотые
пальцы, чернила углерода



Возможности производства SMT
Материал печатной платы: FR-4, CEM-1, CEM-3, Алюминиевая доска
Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм
Минимальный размер печатной платы: 50x50 мм
Толщина печатной платы: 0.5mm-4.5mm
Толщина доски: 0,5-4 мм
Минимальный размер компонентов: 0201
Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше
Максимальная высота компонента: 15 мм
Минимальный шаг подачи: 0,3 мм
Мин BGA шаг шага: 0,4 мм
Точность размещения: +/- 0,03 мм


